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Comparatie intre dimensiunilor unui modul realizat prin
tehnologii clasice (THT/SMT) si avansate (DCA/HDP)

Modul THT/SMT
Modul DCA/HDP
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Evolutia componentelor electronice

stacked
MCM BGA

stacked
micro-
systems
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Cu toate avantajele evidente
ale utilizarii componentelor noi
din electronica (chip/die, CSP, __
FC, uBGA etc. ), principala
problema ramane aprovizionareas: -
cu respectivele componente, |
cataloagele distribuitorilor
cuprinzand o paleta foarte
redusa de componente de acest

tip.

In general:
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Glosarul reprezinta un sprijin important in studierea si intelegerea
packaging-ului electronic. Mai jos este dat un exemplu de pagina de
glosar in limba engleza.

IC Package, "packaging” Container for one or more ICs that provides pro-
tection and connection to the next level of integra-
tion

Ball Grid Array (BGA) IC package with an area array of solder balls atta-
ched to the bottom side of a package

Substrate, also board, carrier A material which serves as the base for the me-
chanical and electrical connection of ICs

Chip Size Package (CSP) After packaging the component size is roughly the
die size

Wafer Level Packaging Modern CSP techniques allow packaging on wafer
level. It is an additional wafer process.

Direct Chip Attach (DCA) Chip is attached upside down direct on a substrate
(Flip Chip)

Chip On Board (COB) Assembly of one or more bare dies on a substrate
by wire bonding

Multichip Module (MCM) Assembly of two or more bare dies on a substrate
by any bonding technology

High Density Packaging (HDP) Large scale integrated and miniaturized systems,
advanced packages
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Exemplu: tendinte in packaging pentru produsele mobile

Chip-uri foarte subtiri (d < 40um)
Substraturi foarte subtiri (d < 10um)
Interconectari “fine pitch” (pitch < 50um) S
Si pe Si > MCM-D - chip-ul este utilizat ca substrat
Si pe Poli > MCM pe substrat polimeric (MCMflex)
SOP (System On Package)
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Aspecte teoretice

- Cunostinte teoretice de inginerie electronica Aspecte EDA
* Bazele PCB/MCM ( tehnologie, asamblare, testare etc.) .« Sisteme de proiectare, kit-uri
« Sisteme si metodologu de proiectare PCB/MCM de proiectare

« Studii de caz

e Simulare termica

Aspecte tehnologice |
* Practica pe echipamente moderne de din
industria electronica

 Fabricatia unor demonstratoare
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Elemente de proiectare a circuitului imprimat (PCB/PWB)

0o —

W Marimi PCB/PWB importante

traseu: latime minima (w)

- via: diametrul minim al pastilei (dc),
diametrul minim al gaurii (dd)
b
) { w ¢ spatieri minime: traseu — traseu (s),
traseu-pastila/via (a),
B Cu [ soldermask pastila/via-pastila/via (b)
I d |
PECEY

supradimensionarea minima pentru:

@_/hm masca de lipire (c)
-

l— i grosime strat: metal/Cu (hm),
dielectric (hd)
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Tipuri de gauri de trecere (via), cu vizualizare in sectiune
transversala (1)

Burried Via Through Hole Via
j
BGA Pad Micro Via
' Ni/Au — .| Solder Mask

LSS TLBEAL
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Tipuri de gauri de trecere (via), cu vizualizare in sectiune
transversala (2)

Gaura de trecere “through-hole”
Gaura de trecere “oarba”

o
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e —————a

. . Zoom
Micro-via

Gaura de trecere “oarba” masoara mai putin de 150 um in diametru
pe o pastila cu diametrul de 350 um sau mai mic
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Elemente ale fluxului de proiectare si
fabricatie al modulelor/sistemelor avansate

! -Alegere tehnologie *Substrat
Propunerel *Obtinere chip-uri « Ansamblu
*Metodologie proiectare * Packaging

*Modelari si simulari

electrice A

Analiza fezabilitat&lI

] |
Proiectare ]

DFM, DFT, DFX \

. Prototip
Testare

I
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Flux de proiectare de sistem

) Informatii

Proiectare de
> ( << comportamentale

S|stem

> Proiectare MCM <

Analiza proiectului

Proiectare pentru testare

Informatii fizice
exacte
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Flux de proiectare PCB/MCM

Evidentierea Transfer prototip
problemei 1n productie

\

Studiu de Testare Si
fezabilitate verlflcare
Selectie
P
[ chip-uri gr\ rototip

[ Schema Reproiectare { Simulari
- electrice
electrica Proi r
oiectare SI termlce
fizica
]

:
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Studiu de fezabilitate

Specificatii si l
_ g N > [ |
C e r e rl T Nete ﬁ E)
— % ‘ PID-Regler ’% ’

Disponibilitatem
chip-uri J

< : NiAU rotsioptack Hriomtmat
= Estimare Cut .
. % Cu2
arie ocupata Preprag
Calcul
— caldura

Fire = O CoT

sind Indikatoren

Alegere
producator

Estimare
costuri totale

[ Verificare
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Tehnologu de fabrlcatle sl asamblare
avansate

»COB si “hibrida”
»>MCM-L
»>MCM-C
»>MCM-D
»Wire bonding, TAB, flip-chip

.
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O COB - Chip On Board
a Sunt primele forme de MCM (anii ‘70)

Q Sunt tehnologii mixte de asamblare
“chip/die” si SMT

Q Chip-urile (“‘componentele
dezbracate”) sunt conectate prin
tehnica “wire-boding” direct la substrat
(PCB/PWB rigid sau substrat flexibil)
Si protejate/acoperlte with a “glob-top
encapsulant” (materiale de protectie &

rigidizabile prin radiatie UV)
Q Suntfolosite, uzual, in aplicatii cu
costurl/preturl reduse si densitate ‘

mica de componente (de exemplu:
ceasuri)
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» Tehnologia MCM-L
AMCM — Multi Chip Module

L - Laminate

Ni/Au solder resist

.
( N

metal 1

metal 2 —e

core (FR4/5) preprags

metal 3

metal4 o \
drilled via (burried) micro via

Structura de interconectare este
Substrat: obtinuta prin corodare sau

metalizare semiaditiva iar gaurile

prin burghiere

Structura de interconectare este
Prepreg: obtinuta prin corodare sau

metalizare semiaditiva iar gaurile

prin burghiere sau corodare

S
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Material Sticlo-textolit (FR4)

CTE
Disipatie termica

Constanta dielectrica 2,8-4,5
Latime traseu / spatiere > 20/50 pm

Caracteristici:

MCM-L (Laminat)

14 ... 18 ppm/C
redusa, medie

: : Cost substrat redus
Diametru via > 200 pum (0,2 mm)
Numar de straturi 2..8 Asamblare COB, DCA
]
m|m g - -
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Circuite multistrat flexibile

etched via Polyimide, BCB
metal 1
metal 2 =
metal 3
melalld — |
Polyimide

Substrat:  Polimer, substrat avantajos pentru DCA

Dielectric: Poliimida sau BCB (“benzocyclobutene )

Structura de interconectare este —
— e
obtinuta prin corodare sau —=—

metalizare semiaditiva iar gaurile
generate prin laser sau corodare

ﬂ ‘lmm v ‘1].:
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Material Poliimida
Constanta dielectrica 3-4
Latime traseu / spatiere 75 /75 ym

Diametru via 200 pm
Numar de straturi 1...4
Caracteristici: £d

CTE [Si] 27 ppm/C 4y

Disipatie termica medie ;:f; %

Cost substrat redus [T

Asamblare DCA - favorita Lautl s
o i "
i |
'__'l =

.
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»Tehnologia MCM C
AMCM — Multi Chip Module

C - Ceramic

screen printed via

A
metal 1 —e] /Ju \\ |\°/
metal 2 .

ceramic (Al _.O
alurﬁmaz o

Depunere serigrafica sau
AP, prin sablon (“stencil
printing”) de materiale
conductoare sau dielectrice,
via-uri realizate prin printare

tal 1 ' ica '
R - L Depunere serigrafica sau prin

metal2 ¢

LTCC e ; 0 ng .
meals e % ﬂ sablor_1(sten0|l printing ).de

metald o LTCC: matgrlale cpndlectc.)are., via-uri
realizate prin gaurire si apoi

filled via umpIUte
]
m|m F - -
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Caracteristici:
Material Al Q,, Sticla-Ceramica
Constanta dielectrica 6-8
L&time traseu / spatiere 1257250 pm
Diametru via 200 pm
Numér de straturi 4..12
CTE 7,9 ... 10 ppm/C
Disipatie termica mare
Cost substrat moderat
Asamblare COB, DCA
E Modul de memorie TB-BGA48,
. Sursa: FhG I1ZM
MCM-C (Ceramica)
.
|. -'T_E ‘/
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»Tehnologia MCM D
OMCM — Multi Chip Module | '
D - Deposited

Via corodata Poliimida, BCB

metal 1

\o

metal 2

metal 3

o

Si (oxidat), sticla

Substrat: Si, substrat favorit pentru DCA

Poliimida sau BCB (“benzocyclobutene )

Structura de interconectare este . -
obtinuta prin depunere de metalul iar Tehnologie bazata pe depunere

gaurile generate prin corodare de straturi subtiri (“thin film™)

Dielectric:

........
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; 1 &
o UL
Caracteristici: ' T it
Material Si, polimer .
Constanta dielectrica 28..12
Latime traseu / spatiere 15/ 40 pm \
Diametru via 30 um
Numar de straturi 2..8 |
CTE [Si] 2,6 ppm
Disipatie termica mare

Cost substrat moderat, mare

Asamblare  DCA-favorita [Si]  MCM-D (D — obtinut prin depunere)

; &
Fe
LIMILINGE A BLIR OREARMA MIKIETEICUL FLIMCH FALSL IF] 1 FOMOLL ROCCIAL BLBCUS AN IMETHUMEMNTE KTHLEZTLUBCAL B 25
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Comparatie intre tehnologiile MCM

MCM-L MCM-C MCM-D
Disponibilitate mare mare mica
Densitate
de interconectare mare mare foarte mare
Repair/rework mare mare mica
Disipafie de putere  mica medie mare
Performanta mica medie mare
Cost relativ 1 1,5-2,0 2-10

nnnnnnnnn
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Package TB-BGA48N

size 12,5x12,5x 2,5 mm?
use volume 9,6 x11,0x 1,4 mm?
pin count 48

BGA pitch 1,27 mm

“Capac” TB-BGA

F-:':'—':é-:q

=
—8 o o

—~o\e o
~® ® »®

Telslalelelelelelelo e e

— S >, ®

& e oo
Re ® » & @ & o

o ® o & @ @ o

& o=
e & o

Q& e

PEBBEPPIMMAMY

=
=

I

Pastile din AgPd

Contacte “bump” din AuSn
Pastile din Au
Via-uri electrice interne

Straturi “frame”

:Fé:é:é:é:%é:

Package TB-BGA

Straturi MCM

SnPb BGA

Packaging Electronic

Migrarea spre packaging-ul 3D

-
.
.

T

I' jvuuu

JINII

i

- 1(..'('..!'1"."..-!‘..'”

Package 3D dezvoltat
pentru microsisteme
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Exemplu: miniaturizarea unui pC pe 16 biti

Packaging Electronic

%,

MCM-C
12,5x12,5x7,5

MCM-L
24,0 x 24,0

Unitate de masura: mm

UC pe 16 biti realizat prin diferite tehnologii MCM

-‘"
INATHRUMERTE HTHLETLICALE 28
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» Tehnologii de asamblare Wire bonding, TAB,
flip-chip
Wire Bonding (Conectare cu fir “prin aer”)

Pasul 1:

Topirea unei bile

|~

Pasul 2:

‘ ' prima contactare (,ball bond*)

Pasul 4:
Ridicare cap si

tragere a
conductorului 1 q\su

"\

Pasul 3:
Realizare bucla si
a doua contactare
(wedge)

Packaging Electronic

29
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Wire Bnding (WB)

30
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Tape Automated

Bonding — tehnologie de
asamblare prin care chip-
urile se conecteaza la PCB
prin atasarea lor la o
structura metalica de
interconectare (“lead
frame”) plasata pe o folie
de poliimida sau poliamida.
Dupa contactare, intreaga
structura (chip + lead
frame) este deplasata in
pozitia dorita, unde
terminalele sunt taiate si
lipite la PCB. Chip-ul poate
fi incapsulat ("glob
topped”) cu rasina
epoxidica sau plastic.

2SS kY S88Bum
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Flip Chip / DCA

 —— |

x680 0011 25KV S588uvm

Direct Chip Attach _ _ _ _ _
Pitch (distanta dintre centrele pastilelor/bilelor): 200 um
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Operatia “bumping

Die

Aluminium Pad

Zincated
Aluminium

Au

Substrate PWB

Solder Mask

Die

Passivation

Packaging Electronic
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> Elemente de incapsulare a componentelor
electronice modern

—W—' circuit integrat
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Tehnologii de incapsulare:

Surface Mount Technology
SMT / SMD

Ball Grid Array
BGA

Chip On Board
COB

Chip Size Package
CSP
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Chip pe material polimeric (“chip on polimer”)

De exemplu: etichete, ecusoane,

structuri de securizare flexibile
(f= 13,56 MHz in cazul din figura)
| Chip (Si), h = 40 um
Bumb (bump) Ni/Au, h = 10um

B Inductor (Au) h = 10 um
.| Folie polimerica, h =5, 10 um

100 pm

-y
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Transpondere

» Volume mari

» Frecvente foarte mari

» Utilizare ca “data logger”

» Functionare in medii dificile

inductor/ Releu “Reed” /SMD-uri ASIC

37




ELAN - Electronic Antreprenoriat Packaging Electronic

Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in
Industria Electronica

Investeste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Aplicatii de radiofrecventa (RF)

Module de radiofrecventa (RF)
pentru produse mobile

Telefonie mobila: 0,9 - 1,9 GHz
Bluetooth: 2,4 GHz
Radar la distanta: 70 GHz
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Packaging Electronic

apabilitati de proiectare si fabricatie intr-un centru

Prim contact

de cercetare

|

Vizita

|

Exprimare a
interesului

A 4

Studiu de
fezabilitate/

propunere

v
Proiectare

A 4

Volum mic

|

Volum mare
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